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Druh produktu reaktivni tavné PUR lepidlo

lepeni dfevénych materiald, kov(, klze, textilu, PUR-pénovych, mnoha
membranovych folii a umélych hmot jako PVC, ABS, PC atd. vzajemné a mezi
sebou, dale i obalovani dievénych profilli

Oblast pouziti

Pokyny. vysoka pocatecni pevnost, po Uplném zreagovani vysoka tepelnd odolnost a
velmi dobra flexibilita

Specifikace vyrobku :

Hustota :cca 1,15 g/m3

Viskozita p¥i 20°C
Oteviend doba

Barva

Bezpecnostni pokyny
Spotieba

Teplota zpracovani
ZpUsob nanosu

Cisténi

Skladovani

Pokyny pro zpracovani :

Uprava lepené plochy

: cca 15.000 mPas pfi 120°CC

: cca 360 s, v zavislosti na zplUsobu nanosu, sile nanosu a substratu
: bélava

: viz Bezpecnostni list

: 50 — 150 g/m2 podle druhu poutiti, zptisobu nanosu a substratu

: cca 140°C

: nataveni v tavném tanku, sudu nebo jiném tavném zafizeni.

Aplikace tryskami, valcem nebo sitotiskovym nanosem.

: Cleaner 9000 pro nezreagované lepidlo, zreagované lepidlo lze

odstranit pouze mechanicky

: 6 mésicti p¥i skladovani v suchu pfi teploté +5 - + 25 °C

Chranit pred plisobenim vihkosti, oteviené baleni dle
mozZnosti ihned spotfebovat, popfipadé tésné uzavfrit

Lepené plochy musi byt Cisté, suché a bez mastnot.
Umélé hmoty na bazi polyolefini musi byt predupravené Corona-zafizenim nebo plamenem.

Pfiprava

Tavny sud, tavna deska, davkovaci Cerpadlo, hadice i nanaseci tryska (pfipadné véalec) mohou byt
obvykle temperovany nezavisle na sobé. Vysoka teplota muze zplsobit prepaleni lepidla. V zavislosti na
daném zafizeni je dostacujici teplota pro tavné desky a dopravni cerpadlo od 120°C. V nanasecim
zafizeni Ize, s ohledem na kratkou dobu setrvani lepidla, nastavit teplotu do 150°C.

Tavny tank zajistit ochrannym plynem. Lze pouZit ochranny plyn svlhkosti < 5ppm. Velmi dobré
zkuSenosti jsou pfi pouziti dusiku.

Z dlivodu zabranéni reakce lepidla se vzdusnou vihkosti je potfebné zajistit, aby se lepidlo bezprostifedné
po otevieni umistilo do tavného zafizeni.



Nanos lepidla

RAPIDEX" HL 9670 Ize nanaset bodové, housenkou, jako pas nebo plodné na jednu z lepenych ploch.
Nasledné lepeni provézt bezodkladné po nanosu nebo po reaktivaci. Studeny substrat mize zpUsobit
,odloupnuti“ lepidla a znacné zkraceni oteviené doby. V takovém pripadé doporucujeme predehrat
lepené dily na cca 50°C.

Zvlastni pokyny

Konecné vytvrzeni je dosazeno reakci lepidla s vihkosti obsazenou v substratu, eventuelné ze vzduchu.
Cas vytvrzeni je zavisly na pfistupu vlhkosti do lepené spary, tzn. vlhkost substratu, prody$nost
substratu, sila ndnosu lepidla, vzdu$na vlihkost a okolni teplota. Smérodatnd hodnota pro lepeni pii 20°C
a 65% relativni vlhkosti je cca 3 — 4 dny. Pfi lepeni velkych neprodysnych dild a nepfiznivych
klimatickych podminek se mlze tato doba vyrazné prodloufzit.
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Od tohoto data jsou odlisné Udaje uvedené v dfive vydanych technickych specifikacich neplatné.

DilleZité upozornéni :

Specidlni produkt k pouZiti jen po technickém obeznameni zapracovanymi odbornymi pracovniky za pfisného dodrzovani tdajt v technickych specifikacich.

Chrarite pred détmi! Neskladovat spole¢né s potravinami. Nadoby dobfe uzavfit, dobfe uloZit!

Nase pisemné pokyny, technické specifikace, ndvod k uZivani a jiné tisténé specifikace jsou sestaveny na zakladé nasich nejlepsich védomosti, vlastnich pokust,
vysledkd nasich vyzkumi a nasich praktickych zkusenosti.

Soucasné plati nami pfedané Ustni informace.

ZaruCujeme stédlou kvalitu naSich produktl. Vysledek jejich pouZiti a zpracovani zalezi na dodrzeni podminek, nebot nase produkty podléhaji faktorim, které
nemuZeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.

Nase technické poradenstvi slovni, pisemné a zkousky je nezdvazného charakteru - také se zfetelem na pravni ochranu a je osvobozeno od postacujicich zkousek
nasich produktl na jejich vhodnost pro zamyslené cile a postupy.

Ve zbyvajicim plati pfiméfené nase vieobecné prodejni a expedi¢ni podminky.




